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1. はじめに

　エレクトロニクス機器の進化が，近年の情報化社会を支
えていると言っても過言ではない。パソコンから始まり，
携帯電話やスマートフォンの爆発的な普及により，情報化
の流れは加速し，われわれの生活は大きく変化した。現
在，次のステージである IoT (Internet of Things)時代，つま
り，パソコンやスマートフォンなどの IT関連機器以外のさ

まざまな“モノ”がインターネットに接続される時代が直
前に迫っている。各種センサーを取り付けた“モノ”から
送られてくるさまざまな情報を有効活用することで，より
安全でより快適な生活が実現できると大きな期待が寄せら
れている。このような時代を現実のものにするためには，
これまで以上に，エレクトロニクス機器の進化が不可欠で
あり，より軽薄短小化，高性能化の要求が強まると予測で
きる。フリップチップ実装 1)は，実装密度の向上や接合配
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　概要　フリップチップ実装は，最も高密度化に適した実装技術である。そして，デバイスの高集積化に伴い，はんだバンプ
の微小化や端子ピッチの狭小化が進み，特に半導体チップが 3次元に積層された 3次元集積化デバイスやシリコンインター
ポーザーやガラスインターポーザー上に複数の半導体チップが並列に並ぶ 2.5次元集積化デバイスでは，これまでとは比較に
ならないほどの微小化が要求されている。しかし，この微小化に対応できるバンプ形成技術や実装技術が確立されていないの
が現状である。本稿は，バンプの微小化に柔軟に対応できる可能性を秘めた新しいはんだバンプ形成技術の実用化に向けた技
術報告である。この工法は，溶融はんだインジェクション法によるバンプ形成技術であるため，はんだバンプの微小化に有利
であり，はんだ組成の自由度は高い。しかし，高温下で作業を行う必要があるため，高温下で安定した性能を有する装置や高
耐熱レジストマスク材料が必要不可欠となる。ここでは，実用化に向けて行ってきたさまざまな技術課題に対する取り組みや
微小バンプ化に向けた評価状況を紹介する。

Abstract
Fine pitch interconnection using a flip-chip method is a key technology to achieve ultra-high density 

packaging on 2.1D/2.5D/3D integrated devices. As the solder bump size gets smaller for fine pitch appli-
cations, controlling the properties of solder joints becomes more important for chip package interaction 
(CPI) and electro-migration (EM) performance. The electro-plating method is widely used to fabricate fine 
pitch bumps; however solder compositions are limited to pure Sn or some binary solders such as Sn-Ag, 
Sn-Cu, etc. Hence, a bumping technology with fine pitch capability and solder alloy flexibility is needed. 
Injection Molded Solder (IMS) is an advanced solder bumping technology for use on wafer and laminate. 
IMS is a very simple technology, and solder bumps can be formed by the injection of molten solder into 
holes of resist material. Therefore, solder alloys can be flexibly selected, and there is a high capability of 
fine pitch applications. We fabricated a prototype tool to develop IMS bumping technology on wafers. In 
parallel, we developed the high thermal durability resist material because the resist material must be 
stable at high temperatures (around 250 degrees C) during the IMS process and be perfectly stripped after 
the IMS operation without any residue on the surface of wafers. We successfully demonstrated fine pitch 
solder bumping down to 40 μm pitch and 20 μm in diameter with Sn-3wt%Ag-0.5wt%Cu using the pro-
totype tool and developed resist material. In this paper, we introduce the IMS technology and development 
activities toward the commercialization of this technology.
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